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Abstract (en)
The process uses two work piece parts (1,2), one of which is cup-shaped and has a flange. The parts are pressed together in the area of the flange,
in a forming tool, are together subjected to an internal high pressure forming process, and machined further separately or together. During the
pressure medium-tight pressing, the parts execute a movement relative to each other, and stamping takes place in the flange area (1.1,1.2), to
influence material flow and/or aid sealing and/or achieve position fixing of the parts.

Abstract (de)
Die Erfinding betrifft ein Innenhochdruckumformverfahren zur Herstellung insbesondere bauchiger geschlossener Hohlkérper und eine zugehdrige
Vorrichtung. Unter Anwendung mindestens zweier Werkstlckteile (1, 2), von denen mindestens eines napfférmig vorgeformt ist und einen Flansch
aufweist, werden erfindungsgeman die Werkstuckteile (1, 2) im Bereich des Flansches (1.1, 1.2) druckmitteldicht im Umformwerkzeug verpref3t, so
daf die beiden Werkstlckteile (1, 2) gemeinsam durch Innenhochdruckumformen verformt werden und nach dem Innenhochdruckumformen separat
oder gemeinsam weiterbearbeitbar sind. Die Vorrichtung ist entsprechend der zu erzeugenden Werkstlckform und der Anzahl der Werkstuckteile (1,
2) in Werkzeugbereiche (E1, E2, E3, E4) unterteilt, die in unterschiedlichen Ebenen liegen. <IMAGE>
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